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ABSTRACT 

 

 

This study investigates the development and evaluation of new wafer mounting techniques 
designed to enhance wafer holding capability, with the primary objective of minimizing 
chipping and improving the flexural strength of silicon dies by reducing vibration during the 
wafer dicing process. The conventional single-sided wafer mounting approach was found to 
be inadequate, particularly in stabilizing non-polished wafers with backgrinding marks, 
which resulted in insufficient tape adhesion, increased vibration, and compromised 
mechanical stability during dicing. Chipping was identified as the most critical defect, 
accounting for 15% of failures within the 23% defect rate related to wafer dicing processes. 
To address these limitations, double-sided semi-sandwich and full-sandwich wafer mounting 
configurations were developed and evaluated using UV Tape A, UV Tape B, and non-UV 
tape. A key focus of the study was the optimisation of UV curing parameters, particularly 
curing speed, to enable the automatic removal of surface UV mounting tape after dicing, 
ensuring a seamless transition to subsequent processing steps. Experimental findings showed 
that UV tape with an adhesive strength of 30 mN/25 mm achieved complete detachment 
when cured at an optimized speed of 10 mm/s.To assess the impact of this optimization, a 
comprehensive comparative analysis was performed between the conventional single-sided 
wafer mounting technique and the proposed double-sided configurations, namely the semi 
sandwich and full sandwich wafer mounting techniques.  Comparative analysis revealed that 
the full sandwich configuration significantly outperformed the conventional single-sided 
method, achieving an 84% reduction in topside chipping, a 40% enhancement in die flexural 
strength, and a 26% reduction in vibration amplitude during dicing. These results validate 
the double-sided full sandwich wafer mounting technique as a novel and practical solution 
for improving wafer dicing performance in semiconductor manufacturing applications. 

 

. 
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PENINGKATAN ACUAN SERPIHAN SILIKON MELALUI TEKNIK PELEKATAN 

WAFER TERAPIT SISI BERKEMBAR PENUH 

 

 

ABSTRAK 

 

Kajian ini menyiasat pembangunan dan penilaian terhadap teknik pemasangan wafer 
baharu yang direka bentuk untuk meningkatkan keupayaan pegangan wafer, dengan objektif 
utama untuk meminimumkan kecacatan serpihan dan meningkatkan kekuatan lenturan 
acuan silikon melalui pengurangan getaran semasa proses pemotongan wafer. Kaedah 
pemasangan wafer satu sisi yang konvensional didapati tidak mencukupi, khususnya dalam 
menstabilkan wafer yang tidak digilap dan mempunyai kesan pencanaian belakang , yang 
mengakibatkan lekatan pita yang tidak memadai, peningkatan getaran, serta kestabilan 
mekanikal yang terganggu semasa proses pemotongan. Serpihan dikenal pasti sebagai 
kecacatan paling kritikal, yang menyumbang sebanyak 15% daripada jumlah kadar 
kecacatan 23% berkaitan dengan proses pemotongan wafer. Bagi menangani kekangan ini, 
konfigurasi teknik pelekatan wafer terapit sisi berkembar separuh dan penuh telah 
dibangunkan dan dinilai menggunakan Pita UV A, Pita UV B, serta pita bukan UV. 
Tumpuan utama kajian ini adalah pengoptimuman parameter penyinaran UV, terutamanya 
kelajuan penyinaran, untuk membolehkan penanggalan automatik pita pelekat UV bahagian 
permukaan selepas pemotongan, bagi memastikan kelancaran peralihan ke langkah 
pemprosesan seterusnya. Dapatan eksperimen menunjukkan bahawa pita UV dengan 
kekuatan lekatan 30 mN/25 mm berjaya ditanggalkan sepenuhnya apabila disinar pada 
kelajuan optimum 10 mm/s. Untuk menilai kesan pengoptimuman ini, satu analisis 
perbandingan menyeluruh telah dijalankan antara teknik pelekatan wafer satu sisi 
konvensional dan konfigurasi pelekatan wafer terapit sisi berkembar yang dicadangkan, 
iaitu teknik separuh dan penuh. Hasil analisis menunjukkan bahawa konfigurasi penuh 
sandwich menunjukkan prestasi jauh lebih baik berbanding kaedah sebelah tunggal 
konvensional, dengan pengurangan sebanyak 84% dalam serpihan permukaan atas, 
peningkatan 40% dalam kekuatan lenturan die, dan pengurangan 26% dalam amplitud 
getaran semasa proses pemotongan. Keputusan ini mengesahkan bahawa teknik pelekatan 
wafer terapit sisi penuh  merupakan pendekatan baharu yang praktikal dan berkesan dalam 
meningkatkan prestasi pemotongan wafer dalam aplikasi pembuatan semikonduktor. 
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